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Abstract (en)
The method involves inserting a round conductor (4) into grooves in a part (7) of a connector, where depth of the grooves is smaller than diameter of
the round conductor. A flat conductor-ribbon line (1) is pressed against the round conductor by another part (9) of the connector when the parts are
connected with each other. A flat conductor and the round conductor are electric-conductively connected with each other at ends, where the ends of
the round conductor project from the connector along same direction. The connector is made of insulating material.

Abstract (de)
Es wird ein Verfahren zum elektrisch leitenden Verbinden der elektrischen Flachleiter einer Flachleiter-Bandleitung mit Rundleitern angegeben,
die einen runden elektrischen Leiter mit kreisförmigem Querschnitt haben, der von einer Isolierung umgeben ist. Es wird ein Verbinder aus
Isoliermaterial eingesetzt, der aus zwei miteinander zu verbindenden Teilen besteht, von denen ein erster Teil parallel zueinander verlaufende Rillen
zur Aufnahme von Rundleitern aufweist, deren Tiefe kleiner als der Durchmesser der isolierten Rundleiter ist. Zunächst werden die Rundleiter in
die Rillen des ersten Teils des Verbinders eingelegt, wobei sie über das Profil desselben hinausragen. Danach wird die Flachleiter-Bandleitung
mittels des zweiten Teils des Verbinders bei dessen Verbinden mit dem ersten Teil desselben mit vorgegebener Lage gegen die Rundleiter gepreßt.
Abschließend werden jeweils ein Flachleiter der Flachleiter-Bandleitung und ein runder Leiter, die mit ihren Enden in gleicher Richtung aus dem
Verbinder herausragen, an diesen Enden elektrisch leitend miteinander verbunden.
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